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(54) Titre :
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PROCEDE DE FABRICATION DE PIECES DE MICROMECANIQUE MULTINIVEAUX EN SILICIUM ET

(57) Abstract: The process comprises the follow-
ing steps: a) a first element (3) or a plurality of said
first elements (3) is/are machined in a first silicon
wafer (1) keeping said elements (3) joined together
via material bridges (5); b) step a) is repeated with a
second silicon wafer (2) in order to machine a sec-
ond element (4), differing in shape from that of the
first element (3), or a plurality of said second ele-
ments (4); ¢) the first and second elements (3, 4) or
the first and second wafers (1, 2) are applied, face
to face, with the aid of positioning means (6, 7); d)

the assembly formed in step c¢) undergoes oxidation;
and e) the parts (10) are separated from the wafers
(1, 2). Micromechanical timepiece parts obtained ac-
cording to the process.

(57) Abrégé : Le procédé comporte les étapes sui-
vantes : a) usiner dans une premiere plaquette de sili-
cium (1) un premier élément (3) ou une pluralité des-
dits premiers éléments (3) en maintenant lesdits é1é-
ments (3) liés par des ponts de matiere (5); b) répéter
I'étape a) avec une deuxiéme plaquette de silicium
(2) pour usiner un deuxieme élément (4), de forme
différente de celle du premier élément (3), ou une
pluralité desdits deuxiémes éléments (4); c) a l'aide
de moyens de positionnement (6, 7), appliquer face
contre face les premiers et deuxiemes éléments (3,
4) ou les premieres et deuxiemes plaquettes (1, 2); d)
effectuer une oxydation de I'ensemble formé a
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(4); c) the first and second elenents (3, 4) or the
first and second wafers (1, 2) are applied face to
face, with the aid of positioning
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Iétape c) et e) séparer les pieces (10) des plaquettes (1, 2). Pieéces de micromécanique horlogére obtenue selon le procédé.



